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초 록: 전해동박(Electrodeposited Copper Foil)은 전기도금 공정으로 제조되는 얇은 구리 포일로서, 주로 TV, PC, 스마트폰 
등 전자제품의 인쇄회로기판에서 전기신호를 전달하는 회로소재로 사용이 되며, 최근에는 모바일 IT, 전기자동차, 지능형 
로봇, 그린 에너지 산업 등에서 필수적으로 적용되는 소재로 이용이 급증하고 있는 핵심소재이다. FPCB/PCB용 전해동박은 
최근 휴대폰, PC와 더불어 전 세계적으로 열풍이 불고 있는 스마트폰, 태블릿 등의 최신 전자 모바일기기의 보급이 가속
화됨에 따라 해당 제품들의 다기능화, 고집적화가 진행되고 있으며, 5G 이후의 Mobile 기기를 중심으로 하는 차세대 전자
기기의 소재 분야의 선점을 위해서 광폭(600 mm 이상) 제품 제조가 가능한 전해 동박으로 다양한 표면처리의 18~2 ㎛ 급
의 얇은 두께를 갖는 경제성이 확보된 고특성 동박이 필요로 되는 상황이다. 이와 더불어 PCB/FPCB에서 요구하는 동박 
기술의 소개 및 현재 연구 개발 Trend를 소개하고자 한다. 
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결론 

현재 PCB, FPCB 의적용을 위한 동박의 요구 특성을 종합하면, 보다 얇은 전해 동박의 개발 및 PCB/FPCB의 요구되는 기판 
특성에 맞는 표면 조도, 표면 처리가 필요로 하여 진다. 
전해 동박의 두께가 얇아질수록 동박 자체의 성능 뿐 만 아니라 제조 공정 중 생산 용이성과 수요 기업에서 제품을 생산할 
때의 취급 용이성 확보를 위하여 인장강도와 연신율의 증가 등의 물리적 성질의 향상이 연구되고 있으며,  미세 배선의 수
요가 증가함에 따라 에칭 시간의 단축이 가능한 저조도 고 밀착력의 다양한 표면 처리 기술이 개발되어지고 있다.  
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